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Abstract (en)
The device has a valve assembly to interrupt the material flow. The movable valve body (14) when moved against the material flow direction comes
into contact with the valve seat (44) to shut off the material flow. The valve body is fixed on a shaft section (16) having an expanded cross-section
relative to the shaft section. The valve body can be a ball. It can have a substantially frustoconical section (60) to contact the valve seat. The
frustoconical section is adjoined by a circular disc-shaped section (62).

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Düsenanordnung (8) für eine Vorrichtung zum Auftragen von fließfähigem Material auf ein sich in eine
Auftragungsrichtung bewegendes Substrat, die einen Zuführkanal (46) aufweist, mit einer Mundstückaufnahme (68) mit einem Kanal (66), mit
dem eine Verbindung für fließfähiges Material mit dem Zuführkanal (46) herstellbar ist und einem Mundstück (70), zur Aufnahme von fließfähigem
Material aus dem Kanal (66) und zum Auftragen von fließfähigem Material auf das Substrat, das an die Mundstückaufnahme (68) angebracht ist
und einen äußeren Kontaktbereich (74) aufweist, der während des Auftrags fließfähigen Materials mit dem Substrat in Kontakt kommt und einen
gekrümmten Abschnitt hat, der während des Auftrags relativ zum Substrat divergiert, einen kreisscheibenförmigen Querschnitt hat und in eine der
Richtung der Auftragung des fließfähigen Materials auf das Substrat entgegengesetzte Richtung divergiert.
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